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CONSIDERATIONS ON THE ADHESIVE TESTING  
TYPE’S IMPROVEMENT      

 

 The authors of the contribution analyse several types of the 
specimens, involved in the adhesives’ testing protocol. Based on the results of 
the Finite Element analysis, respectively of the experimental investigations 
ones, by means of Holographic Interferometry, they suggest a new type of 
specimen, which assures a more accurate evaluation of the pure shear effect in 
the adhesive layer. Also, their original testing stand destined to Holographic 
Interferometry investigations, described in an earlier contribution, can be 
efficiently involved in this new type of investigation of the adhesives. 

 The most critical issue consists of the high-accuracy determining of 
the shear strength of the adhesive layer, without the bending’s additional effect. 

 The proposed methodology and type of the specimen offer the 
adequate answer. The author’s further goal consists in involving this new 
approach in different kind of adhesives’ examination.  
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 1. Introducere  
  
 Problema efectuării unor investigaţii experimentale cât mai 
precise, destinate obţinerii mărimii rezistenţei la forfecare a stratului de 
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adeziv este de mare actualitate. Să ne gândim numai la adezivii utilizaţi 
în industria mobilei, sau în construcţii, unde deseori elementele 
structurii de rezistenţă sunt obţinute din lemn masiv sau din materiale 
pe bază de lemn, îmbinate de asemenea cu ajutorul unor adezivi. 
 Calitatea de rezistenţă a acestor elemente structurale depinde 
într-o măsură hotărâtoare de adeziv, respectiv de corecta alegere a 
adezivilor. 
 Spre exemplu, dacă adezivul îşi va atinge calităţile sale 
nominale după un timp relativ lung, atunci procesul de fabricaţie devine 
mult mai costisitor, faţă de cazul utilizării unui adeziv, care are un timp 
de răspuns mai redus. Prin reducerea perioadelor de timp, aferente 
diferitelor etape de fabricaţie, se pot obţine, nu numai o creştere 
însemnată a productivităţii muncii, dar şi economii însemnate de bani.  
 În consecinţă, dacă se alege adezivul optim, în ceea ce 
priveşte raportul calitate/preţ, produsele vor deveni mai competitive.   

 
 2. Aspecte privind influenţa încovoierii la epruvetele uzuale 

 
 Prin studiul teoretic, dar şi experimental al tipului de epruvete 
cu suprapunere simplă, Goland şi Reissner [1, 3] au analizat temeinic 
efectul nedorit al încovoierii (figura 1).  
 De asemenea, au determinat experimental şi mărimea 
tensiunilor de forfecare, respectiv de desprindere pe direcţie 
transversală (aşa-numita „peel stress”) pentru o joncţiune prin 
suprapunere simplă la un aliaj de Aluminiu, unde s-a utilizat un adezive 
tip epoxy (figura  2).  
 Se poate remarca efectul maxim, al acestei tensiuni adiţionale 
de desprindere, la nivelul extremităţilor zonei de suprapunere, deci cu 
efect distructiv maxim pentru îmbinare. 

 Autorii prezentei lucrări au efectuat o simulare numerică, unde 
acest efect de desprindere a putut fi pus în evidenţă prin intermediul 
mărimii deplasărilor după direcţia transversală z (figura 3). 

 O altă soluţie este aceea a suprapunerii duble, analizată în 
detaliu de către  Hart-Smith în lucrarea [5], iar în figura 4 sunt oferite 
principalele rezultate ale acestor investigaţii.  

 Însă, în această lucrare nu a fost analizat efectul desprinderii 
transversale, numai modificările survenite în stările de tensiuni (de 
forfecare) odată cu modificarea încărcării. 
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Fig.1  Modelul de calcul elaborat de Goland şi Reissner [1, 3] 

 

 

Fig. 2  Distribuţia tensiunilor de forfecare şi de desprindere transversală („peel 
stress”) determinate de Goland şi Reissner pentru o joncţiune din aliaj de 

Aluminiu, prin utilizarea unui adeziv tip epoxy [1, 3] 
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Fig. 3  Modelarea numerică a efectului desprinderii transversale prin 
intermediul deplasărilor produse  

 

 
 

Fig. 4  Analiza stării de deformaţie (aceea de forfecare plastică) analizată de 
Hart-Smith [4, 5] 

 
 Analiza numerică a autorilor prezentei lucrări oferă şi acest 

aspect nedorit, redat în figura 5.  
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Fig. 5 Efectul tendinţei de desprindere în deplasare pe direcţie transversală la o 
îmbinare cu suprapunere dublă a capetelor de prindere (redată numai pentru o 

jumătate de joncţiune) 

 
 De asemenea, prin investigaţiile anterioare ale autorilor 

prezentei lucrări cu ajutorul Interferometriei Holografice [6], au 
confirmat această tendinţă de desprindere transversale, evaluată prin 
intermediul rotirii relative a părţilor exterioare, faţă de cel median. 

 Această rotire relativă, de ordinul a 2,0, ..., 2,4 minute, 
corespunzătoare încărcării aplicate la standul de Interferometrie 
Holografică, deşi nu conduce la un efect de desprindere transversală 
pronunţat, totuşi existenţa lui impune continuarea găsirii unei soluţii, 
care să-l elimine integral. 

 
 O altă soluţie, aplicată în investigaţiile experimentale ale 

adezivilor, reprezintă aceea cu dublarea capetelor de prindere ale 
joncţiunii cu suprapunere simplă (figura 6). 

 
 Simularea numerică efectuată de autori,  arată faptul că, nici în 

acest caz nu se elimină integral acest efect nedorit al desprinderii prin 
încovoierea adiţională a subansamblului (figura 7). 

 

 

Fig. 6  Cazul suprapunerii simple şi dublarea capetelor de prindere 
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Fig. 7 Câmpul de deplasări pe direcţie transversală, în cazul unei joncţiuni cu 
suprapunere simplă şi dublarea capetelor de prindere 

 
 Ţinând seama de cele de mai sus, autorii şi-au propus 

evaluarea calităţilor unei soluţii constructive noi de epruvetă, care va fi 
prezentă în capitolul următor. 

 
3. Propunerea unei soluţii eficiente de epruvetă 

 În acest sens, plecând de la faptul că la epruveta cu 
suprapunere dublă efectul deplasărilor transversale s-a redus, autorii 
au propus o variantă, care se obţine prin dublarea epruvetei anterioare, 
obligând părţile laterale 2 şi 3 să efectueze numai mişcare de translaţie 
plan-paralelă, impusă de elementele mediane 1 şi 4 (figura 8). 

 

 
Fig. 8  Noua soluţie de epruvetă 

  
Rezultatul simulării numerice proprii, redat în figura 9, confirmă 

acest lucru. 



573 

 
 

 
Fig. 9  Câmpul de deplasări pe direcţie transversală  

 
 Analiza numerică a fost realizată în ANSYS 14.0, unde stratul 

de adeziv a fost împărţit în 5 straturi, cu grosimi identice. 
 
 În investigaţiile ulterioare ale autorilor, se vor efectua teste 

comparative pe diferite tipuri de adezivi, prin utilizarea standului original 
al autorilor, prezentat în cadrul lucrării [6]. 

  
 În acest sens, faţă de Interferometria Holografică (utilizată în 

încercările anterioare ale autorilor), se va folosi, fie Corelarea Digitală a 
Imaginii (VIC-3D), fie Holografia Granulară (ESPI/Shearography), care 
oferă o precizie suficientă în evaluarea câmpului de deplasări.  
 

4. Concluzii 
 

 ■ Autorii, bazaţi pe experienţa lor anterioară în domeniul testării  
adezivilor, sunt convinşi de faptul că, investigaţiile experimentale, ce 
vor fi efectuate într-un viitor apropiat, vor confirma eficienţa acestui nou 
tip de epruvetă. 

 
 ■ Totodată, calităţile standului original vor putea servi la 

obţinerea unor rezultate utile industriei autohtone, dar şi la întocmirea 
unor baze de date utile celor din proiectare-cercetare. 
Mulţumiri: Realizarea acestei contribuţii a fost finanţată de Programul 
Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane (SOP HRD), 
ID-134378, respectiv ID-137070, finanţate de către Fondul Social 
European şi Guvernul României. 
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